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Keksint6 koskee jérjestelya sdhkdlaitteen ympéristdn olosuhteiden mittaamiseksi. N&ihin olosuhteisiin voi sisaitya kayttdjan tunnis-
taminen, laitteen sijainti ja ympériston erilaiset ominaisuudet. Keksinto4 sovelletaan edullisesti matkaviestimiin. Keksinndn yhtena
ajatuksena on esittaa tunnistinjérjestely pohjalevylld (663), joka muodostaa ainakin osan tunnistimesta ja toimii myés pohjalevyna
muille tunnistimille (695-698). Pohjalevy on edullisesti taipuisa niin, etta se voidaan muotoilla noudattamaan laitteen kuoren muotoa.
Keksinndssé kuvataan myds tapaa muodostaa kaksi- tai kolmiulotteisia elektrodirakenteita, joita voidaan kayttaa optimoimaan tun-
nistimen teho. Kun pintarakenne suunnitellaan noudattamaan sormen muotoa, tarvitaan hyvin pieni paine liu'utettaessa sormea tun-
nistimen pintaa pitkin. N&in tunnistimen kaytté on ergonomista, ja mittauksesta tulee hyvin luotettava.

Uppfinningen avser ett arrangemang fér métning av forhallandena i omgivningen av en elanordning. Dessa férhallanden kan inklud-
era en identifiering av anvéindaren, anordningens position, och olika egenskaper hos omgivningen. Uppfinningen tillimpas lampligen
i mobiltelefoner. En tanke med uppfinningen &r att utrusta ett sensorarrangemang med ett substrat (663) som bildar atminstone en
del av sensorn, och som &ven fungerar som substrat fér andra sensorer (695-698). Substratet &r lampligen flexibelt pa sa satt att
det kan utformas sa att det foljer formen fér anordningens skal. Uppfinningen beskriver dven ett sétt att utforma tva- eller tredimen-
sionella elekirodkonstruktioner som kan anvéandas for att optimera sensorns effekt. Da ytkonstruktionen utformas att folja formen for
ett finger krévs ett mycket litet tryck da fingret flyttas glidande Iangs sensorns yta. P4 detta sétt &r anvandningen av sensorn
ergonomisk och matningen blir mycket palitlig.
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Tunnistusjérjestely ja tunnistusjirjestelyn kisittivia matkaviestin — Sensor ar-
rangemang och mobilkomunikator som omfattar ett sensorarrangemang

Keksintd koskee jdrjestelyd ympiristoolosuhteiden mittaamiseksi sidhkolaitteissa
ja/tar kéyttdjan biometristen muuttujien mittaamiseksi. Niihin olosuhteisiin voi si-
sdltyd kayttdjdn tunnistus, laitteen sijainti ja ympdriston erilaiset ominaisuudet.
Keksintoa sovelletaan edullisesti matkaviestimiin.

On olemassa tarve varustaa matkaviestimet mittauslaitteilla, jotta matkaviestin pys-
tyisi mittaamaan ymparistonséd olosuhteita. Tarvitaan myos sormenjalkitunnistimia
ja muita biometrisia tunnistimia, joita voidaan kidyttdd matkaviestimen kéyttdjan
tunnistamiseen ja muiden biometristen muuttujien mittaamiseen kdyttdjastd. Naitd
tietoja voidaan kayttdd kontekstiriippuvissa sovelluksissa, joissa kdytetddan ymparis-
matkaviestimen kayttoliittymén erilaisiin asetuksiin. Tamé keksinto liittyy yleisiin
mittausjdrjestelyihin, mutta seuraavaksi kuvataan tunnettua tekniikkaa kayttden en-
sin sormenjalkitunnistinta esimerkkina.

On olemassa useita erityyppisid sormenjélkitunnistimia, kuten ihon impedanssiin
perustuva tunnistin, limp6tunnistimet ja optiset tunnistimet. Kaytannollisin ratkaisu
pienten laitteiden, kuten matkaviestimien, kdyttdjidn tunnistamiseen perustuu kapasi-
titviseen impedanssin mittaukseen. Thon impedanssin muutoksia mittaavan, kapasi-
tiitvisen sormenjélkitunnistimen perusajatusta havainnollistetaan kuvissa 1A ja 1B.
Rivi tunnistimia 120 mittaa ithon impedanssiarvoja, kun sormi 101 vedetiin vihitel-
len tunnistinrivin yli. Elektrodin pinnan ja ihon pinnan alla olevan johtavan suola-
kerroksen vilinen kapasitanssi vaihtelee johtavaan kerrokseen olevan etdisyyden
funktiona. Ihon pinnassa vuorottelevat ilmaraot ja kuolleet sarveissolut muodostavat
kapasitanssin 125 johtaviin kerroksiin 121, 122, jotka muodostavat kapasitiivisen
tunnistimen elektrodit.

Kuva 2 esittidd toista esimerkkid, joka siséltdd thon impedanssin karkean vastinpiirin
ja impedanssin mittausperiaatteen. Iholla on kiinted, resistiivinen kudoskomponentti
202 ja kiinted, resistiivinen pintakomponentti 203. Mittauskapasitanssilla on myos
kiinted komponentti 272 ja komponentti 271, joka vaihtelee sormen pinnanmuodon
mukaan. Kapasitiivinen sormenjilkitunnistin mittaa vaihtelevan, kapasitiivisen
komponentin syottdmailld vaihtojdnnitettd 281 syottoelektrodiin 222 ja mittaamalla
tunnistinelektrodista 221 tulevan signaalin. Signaalia vahvistetaan pienikohinaisella
vahvistimella 282, ja syotto- ja tunnistuselektrodin vilinen vaihe-ero mitataan, 283.
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Hiiriot voidaan vaimentaa suojaelektrodilla, joka pidetddn samassa potentiaalissa
kuin signaalinsyotto kdyttdmalld puskuria 285.

Sormenjilkitunnistin ja useimmat muut tunnistimet tarvitsevat myos signaalinkasit-
telypiirin, joka on edullisesti piipohjainen integroitu piiri. Erds ratkaisu sormenjalki-
tunnistimen rakentamiseksi olisi kdyttdd integroitua piirid, joka sisdltéisi sekd kapa-
sitiiviset mittauselektrodit ettd signaalinkisittelyelektroniikan. Tém4 integroitu piiri
asennettaisiin sitten laitteen pinnalle. Kapasitiivisen sormenjilkikuvan saamiseen
tarvittava pinta-ala on kuitenkin yhden nelidsenttimetrin luokkaa. Tdméi on hyvin
suuri pinta-ala piipohjaisen integroidun piirin kédyttdmiseen mittauselektrodeina.
Mittaus koostuu lisdksi sadoista kapasitiivisista pikseleistd, jotka on jdrjestetty ri-
viksi tai matriisiksi mittausperiaatteesta riippuen. Tarvitaan paljon johdotusta, ja
mittauselektrodit on eristettdvi integroiduista piireistd. Siksi tarvitaan kustannuste-
hokas menetelma kapasitiivisten elektrodien kytkemiseksi signaalinkdsittelyyn kay-
tettiivéin pitpohjaiseen integroituun piiriin.

Erds tyypillinen tunnetun tekniikan ratkaisu on kuvattu patenttiasiakirjoissa US
5887 343 ja US 60673268. Ongelma on ratkaistu kiyttamalla erillistd, eristdvid ta-
somaista pohjalevyd mittauselektrodin muodostamiseksi. Tdmid pohjalevy sisiltid
yhdistavin johdotuksen ja ldpivientiaukot pohjalevyn lipi. Pohjalevy on kytketty
piipohjaiseen integroituun piiriin, joka sisdltdd signaalin- ja tietojenkésittelytoimin-
not. Tdmin ratkaisun valmistusprosessi on kuitenkin monimutkainen, koska pieneen

kdin ole kovin kestédvd, jolloin rakenne helposti sdrkyy mobiilikdytssa.

Toisen tunnetun ratkaisun mukaan mittauselektrodit muodostetaan suoraan piilevyn
pinnalle. Téalloin yhdistdvin johdotuksen kokoonpano on yksinkertainen, mutta rat-
kaisu vaatii suuren piipinnan, koska elektrodit tarvitsevat suuren pinta-alan.

Tunnettujen ratkaisujen erds haittapuoli liittyy tunnistimen ergonomiaan. Sormea on
painettava melko voimakkaasti littedd tunnistinta vasten, jotta saadaan riittdvi kos-
ketusalue tunnistimen ja sormen vilille. Siksi mittaus voi usein epdonnistua, jos Sor-
mea el paineta ja liu'uteta oikein tunnistimen pintaa pitkin.

Toinen sormenjilkitunnistimiin liittyvd ongelma on se, ettd on helppo valmistaa
keinotekoinen sormi kiyttdjan henkilollisyyden vidrentimiseksi. Tunnetut sormen-
jalkitunnistimet eivit voi luotettavasti erottaa sormen elidvii kudosta keinotekoises-
ta muovijaljennoksesta.
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Toinen tunnettujen ratkaisujen ongelma liittyy erilaisten tunnistimien sijoittamiseen.
Ympiristoolosuhteiden tunnistamiseksi tunnistimien on oltava vuorovaikutuksessa
laitteen ulkopuolisen ympiriston kanssa. Siksi tunnistimet pitiisi sijoittaa laitteen
kuoreen. Tdmintyyppiset tunnistimet kiinnitetddn tavallisesti laitteen padpiirilevyyn
(pwb), ja tunnistimet ulottuvat laitteen kotelon pintaan kuoressa olevien aukkojen
kautta. Modernien laitteiden, kuten matkaviestimien, pinnat on usein muotoiltu
kolmiulotteisesti kaareviksi. Siksi piirilevyn ja kuoren pinnan vilinen etdisyys vaih-
telee, jolloin tunnistimen rakenteen suunnittelu on vaikeaa. Tunnistimilla pitdisi
myds olla madrdtyt paikat laitteen kuoren pinnalla, ja voi olla vaikeaa suunnitella
padpiirilevyn komponenttien sijoittelu niin, ettd médrétyt tunnistimen paikat saavu-
tetaan. Erds ratkaisu tdhdn ongelmaan on kiinnittdd tunnistimet laitteen kuoreen,
mutta silloin tunnistimien kiinnitys kuoreen ja johdotuksen jdrjestiminen tunnisti-
mien ja padpiirilevyn vilille olisi vaikea toteuttaa massatuotannossa.

Keksinnon tarkoituksena on esittdd tunnistinjdrjestely, jossa on edelld mainittuihin
epdkohtiin liittyvid parannuksia. Nyt keksitty tunnistinjirjestely parantaa turvaomi-
naisuuksia ja ergonomiaa ja soveltuu hyvin sarjatuotantoon. Keksinto siis parantaa
huomattavasti tunnistimien kustannustehokkuutta ja luotettavuutta erityisesti mobii-
lisovelluksissa.

Tunnistinjérjestely, jossa on ainakin yksi tunnistin, ainakin yksi integroitu signaa-
linké&sittelypiiri ainakin yhdestd tunnistimesta tulevien signaalien mittaamiseksi seké
yhdistdvd johdotus ainakin yhden tunnistimen ja integroidun piirin vililld, on tun-
nettu siitd, ettd jarjestely kisittdd pohjalevyn, joka muodostaa ainakin osan maini-
tusta yhdistavistd johdotuksesta, ja mainittu pohjalevy on lisdksi jérjestetty toimi-
maan ainakin yhden mainitun tunnistimen toiminnallisena osana.

Keksinto koskee myos matkaviestintd, jossa on keksinnon mukainen tunnistinjirjes-
tely.

Keksinnon erddssd edullisessa toteutusmuodossa on ainakin tunnistin, elektrodit ja
integroitu piiri taipuisalla pohjalevylld. Sellainen jirjestely voidaan toteuttaa esi-
merkiksi matkaviestimen kuoreen muottiin valamalla.

Keksinndn muita edullisia toteutusmuotoja on kuvattu epditsendisisséd patenttivaati-
muksissa.

Keksinnon yhtend ajatuksena on esittdd tunnistinjirjestely pohjalevylld, joka muo-
dostaa ainakin osan tunnistimesta ja toimii edullisesti myos pohjalevynd muille tun-
nistimille. Pohjalevy on edullisesti taipuisa, jolloin se voidaan muotoilla noudatta-
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maan laitteen kuoren muotoa. Keksinndssd kuvataan myos tapaa luoda kaksi- tai
kolmiulotteisia muotoja elektrodirakenteille tunnistimen suorituskyvyn optimoimi-
seksi. Kun kaksi- tai kolmiulotteinen pintarakenne suunnitellaan noudattamaan sor-
men muotoa, tarvitaan hyvin pieni paine liu'utettaessa sormea tunnistimen pintaa
pitkin. Niin tunnistimen kidyttd on ergonomista, ja mittauksesta tulee hyvin luotet-
tava.

Keksintd helpottaa my0s usealla tunnistimella varustetun mikrojirjestelmén toteut-
tamista. Tunnistinelementit ja mittauselektroniikka, kuten ASIC-piirit, voidaan in-
tegroida kolmiulotteiseen moduuliin kiyttdmaillda COF (chip-on-flex) -tekniikkaa.
COF-tekniikka perustuu esimerkiksi taipuisan Kapton-kalvon kidyttimiseen pohja-
levyni johdotukselle ja tunnistimen ja ASIC-piirien kiinnitykselle. Integroidut piirit
ja tunnistimet voidaan suojata muottiin valetulla polymeerikuorella. Taipuisa piiri-
levy (esimerkiksi Kapton-kalvo) mahdollistaa kaksi- tai kolmiulotteisten rakentei-
den muodostamisen niin, ettd osa tunnistimista ja elektroniikasta voidaan sijoittaa
laitteen kuoren ldheisyyteen.

Mahdollisuus valmistaa kaareva pinta sormenjilkitunnistimeen tekee myds mahdol-
liseksi integroida siihen verenkierron optinen tunnistus valon absorption avulla. Tal-
14 tavalla voidaan varmistaa, ettd sormi kuuluu eldville ihmiselle.

Tunnistinyksikkoon voidaan myds integroida muuntyyppisid tunnistimia. Esimer-
kiksi keksinndn erdidssd toteutusmuodossa sijoitetaan valodiodi ja valoherkkd tun-
nistin sormiuran vastakkaisille puolille valon absorption mittaamiseksi sormen l4pi.
Kiytettdvdn valon aallonpituus on sellainen, ettd eldvissd sormessa oleva veri aihe-
uttaa suurimman absorptiosignaalin. Ndin voidaan tunnistaa hapettunut hemoglobii-
ni kayttdjdn sormesta. Tdlld menetelmilld voidaan siis tarkkailla myos pulssia. Té-
mi tekee keinotekoisten sormien kdyttdmisen tunnistuksen vddrentdmiseen hyvin
vaikeaksi. My©ds muita tunnistimia, kuten ldmpétilan (TS) ja valon (LS) tunnistimia,
voidaan integroida sormiuraan ja sisillyttid sormenjilkitunnistinpakettiin. Taipui-
san kalvon kiyttaminen pohjalevyni antaa yleisesti joustavuutta tunnistimien sijoit-
tamiseen tarvittaviin paikkothin. Taipuisa kalvo voi esimerkiksi noudattaa laitteen
kuoren muotoa.

Keksinnon toinen ajatus on induktiivisesti viritetty kapasitiivinen tunnistin, joka
voidaan integroida esimerkiksi matkapuhelimen kuoreen. Viritetyn kondensaattori-
tunnistimen on osoitettu olevan hyvin herkka resistiivisille hivioille, jotka johtuvat
siitd, ettd resistiivinen materiaali koskettaa kondensaattorin elektrodeja. Impedans-
simittauksen perusteella todettu viritetyn tunnistimen Q-arvon aleneminen ilmaisee
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koskettavan materiaalin: galvaanista kosketusta tunnistimen elektrodeihin ei tarvita.
Induktiivinen kytkentd voidaan tehdi useisiin viritettyihin tunnistimiin samoilla tai
eri resonanssitaajuuksilla, tai kytkentdd voidaan moduloida tunnistimen puolelta.
Eri resonanssitaajuuksien kidytté mahdollistaa eri tunnistinelementtien erottamisen
toisistaan. Koska induktiivisesti viritetyt kapasitiiviset tunnistimet voidaan kytkeé
induktiivisesti mittauselektroniikan sisdltdvddn monisirumoduuliin, lisdjohdotusta
kokoonpanovaiheessa ei tarvita. Ndin on mahdollista muodostaa kokonaan tiivistet-
ty, vesitiivis laite.

Keksinnon valmistusprosessi soveltuu massatuotantoon, ja keksintdd voidaan sovel-
taa nykyisiin tunnistinmittauskonsepteihin ja elektroniikkaan laitteen valmistuksen
tekemiseksi kustannustehokkaammaksi.

Seuraavaksi keksintod kuvataan tarkemmin viitaten esimerkinomaisiin toteutusmuo-
toihin oheisten piirustusten mukaan, joissa

Kuva 1A esittdd kapasitiivisen sormenjilkitunnistimen kayttod,

Kuva 1B esittdd tunnetun, kapasitiivisen sormenjalkitunnistimen toimintaperi-
aatetta,

Kuva 2 on lohkokaavio thon impedanssin mittauksesta, jossa kiytetddn aktii-
vista suojausta,

Kuva 3 esittad poikkileikkauksena keksinnon mukaista, esimerkinomaista jér-
jestelyd, jossa kaytetddn taipuisaa pohjalevyi pintana yksikon elektro-
detlle ja sihkokytkenndoille,

Kuva 4 esittdd poikkileikkauksena keksinnon mukaista, esimerkinomaista jér-
jestelyd, jossa kéytetddn taipuisaa pohjalevyi taivutettuna niin, ettd se
toimii elektrodeina ja pintana yksikon sihkokytkennéille,

Kuva 5 esittdd poikkileikkauksena keksinnon mukaista esimerkinomaista jér-
jestelyd, jossa taipuisalle pohjalevylle on sijoitettu lisdtunnistimia,

Kuva 6a esittdd ylhdilta katsottuna keksinnén mukaista esimerkinomaista jir-
Jestelyd, jossa taipuisalle pohjalevylle on sijoitettu sormenjélkitunnis-
tin, optinen tunnistin ja muita tunnistimia,
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on perspektiiviesitys keksinnon mukaisesta esimerkinomaisesta jirjes-
telystd, jossa taipuisalle pohjalevylle on sijoitettu sormenjilkitunnis-
tin, optinen tunnistin ja muita tunnistimia,

esittdd poikkileikkauksena keksinnon mukaista esimerkinomaista jér-
jestelyd, jossa taipuisalle pohjalevylle on sijoitettu sormenjilkitunnis-
tin, optinen tunnistin ja muita tunnistimia,

sinnon mukaiselle jarjestelylle,

esittad poikkileikkauksena esimerkinomaista kosketuselektrodia kek-
sinndn mukaiselle jirjestelylle,

esittad vastinpiiria kosketusmittaukselle kuvien 7a ja 7b mukaisella
esimerkinomaisella kosketuselektrodilla,

esittdad poikkileikkauksena keksinnon mukaista esimerkinomaista jér-
jestelyd, jossa taipuisaa pohjalevyd kayttdmilld on sijoitettu induktii-
vinen ihokosketustunnistin, optinen tunnistin ja muita tunnistimia,

esittdd erdstd piirid ensimmdiisestd induktiivisen kosketusmittauksen
toteutusmuodosta,

esittdd erdstd piirid toisesta induktiivisen kosketusmittauksen toteu-
tusmuodosta,

mittauksesta, jossa on tunnistimet useiden tunnistimien mittausta var-
ten,

esittdd esimerkinomaista piirid keksinnon mukaista passiivista, induk-
titvista kosketusmittausta varten,

esittdd esimerkinomaista piirid keksinnon mukaista aktiivista, induk-
tiivista kosketusmittausta varten,

esittdd suojausta keksinnon mukaisessa esimerkinomaisessa jirjeste-
lyssd,

esittda poikkileikkauskuvana ensimmaistéd toteutusmuotoa elektrodien
jarjestamiseksi keksinnon mukaan,
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Kuva 13b  esittdd ylhailtd kuvattuna ensimmadistéd toteutusmuotoa elektrodien jir-
jestdmiseksi keksinndn mukaan,

Kuva 14a  esittdd poikkileikkauskuvana toista toteutusmuotoa elektrodien jérjes-
timiseksi keksinnon mukaan,

Kuva 14b  esittdd ylhaaltd kuvattuna toista toteutusmuotoa elektrodien jirjestdmi-
seksi keksinnon mukaan,

Kuva 15a  esittdd poikkileikkauskuvana kolmatta toteutusmuotoa elektrodien jir-
jestamiseksi keksinnon mukaan,

Kuva 15b  esittdd ylhdiltd kuvattuna kolmatta toteutusmuotoa elektrodien jirjes-
tamiseksi keksinnon mukaan,

Kuva 16a  esittdd ylhdiltd kuvattuna neljdttd toteutusmuotoa elektrodien jérjes-

Kuva 16b  esittdad poikkileikkauskuvana neljittd toteutusmuotoa elektrodien jér-
jestamiseksi keksinndn mukaan,

Kuva 17 esittdd taipuisalla pohjalevylld varustetun piirin valmistusprosessia.
Kuvia 1A, 1B ja 2 selostettiin edelld tekniikan tason kuvauksen yhteydessa.

Kuva 3 esittdd keksinnon toteutusmuotoa, joka mahdollistaa elektrodin ja sormen
vilisen rajapinnan kaksi- tai kolmiulotteisen muodon. Taipuisan, painetun ja johdo-
osia kdytetddn ulkoisiin yhteyksiin. Kuva 3 esittdd my0s taipuisan pohjalevyn ja
ASIC-piirin 380 metalloitujen pintojen vilisid yhteyksid. Elektrodien 322 johdotus
ja suojaus 330 on jdrjestetty kdyttamalld taipuisan kalvon ja ldpivientiaukkojen 323,
324 kaksipuolista metallointia. Tdma jérjestely, joka sisdltdd taipuisan pohjalevyn,
tunnistimen ja ASIC-piirin, voidaan valaa suoraan esimerkiksi matkapuhelimen
kuoreen 368.

ys muuhun elektronitkkaan on muodostettu taivuttamalla taipuisa, painettu piirilevy
(PWB) tai kalvomainen pohjalevy 463 yksikon alle ja kiinnittdmalla kalvoon juo-
tospallot 478. Tassd toteutusmuodossa kalvon toinen pai on taivutettu yksikon pail-
le kalvon piidn kiyttdmiseksi elektrodeina. Yhteydet 423, 424 ASIC-piiriin 480 voi-
daan tehdi samalla tavalla kuin kuvan 3 toteutusmuodossa. Kalvon elektrodipiddssi
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yksi metalloitu pinta 430 toimii tunnistuselektrodina ja kalvon toinen metalloitu
pinta 434 toimii suojauselektrodina. Tdmdi jdrjestely voidaan valaa muoviin 468 yh-
tendisen komponentin muodostamiseksi.

Kuva 5 esittdd keksinnon mukaisen jarjestelyn toteutusmuotoa, jossa taipuisalla
pohjalevylld 563 on sormenjilkitunnistinelektrodien 520 lisdksi joukko 591 muita
tunnistimia. Tunnistimiin voi siséltyd optisia tunnistimia, ldmp6tilatunnistin, koste-
ustunnistin, paineentunnistin, kithdytystunnistin, kohdistustunnistin, biometrisia
tunnistimia jne. Taipuisassa pohjalevyssi on aukko 592 tunnistusliitinnén tarjoami-
seksi laitteen ulomman osan ja tunnistimien vilille. Taipuisan pohjalevyn 563 toi-
nen pad kiasittdd ASIC-piirin 580 ja sdhkoliitdnndn 578 ulkoisiin piireihin.

Kuvat 6a, 6b ja 6¢ esittdvit keksinnon mukaista esimerkinomaista jirjestelyd, jossa
taipuisalle pohjalevylle on sijoitettu sormenjélkitunnistin, optinen tunnistin ja muita
tunnistimia. Kuvassa 6a jirjestely on kuvattu ylhidlta pdin, kuva 6b on perspektiivi-
esitys ja kuva 6¢ on poikkileikkaus. ASIC-piiri 680 on asennettu piirilevylle (PWB)
699, joka voi olla laitteen muulle elektroniikalle kdytettidvi piirilevy. ASIC on liitet-
ty taipuisaan pohjalevyyn 663, joka kytkee ASIC-piirin tunnistimiin ja elektrodei-
hin. Tunnistimen pohjalevy 668 voi myos olla valmistettu taipuisasta pohjalevysta.
Pohjalevylld on kaareva muoto, jotta se tarjoaisi sopivan pinnan sormelle 601. Tdssa
esimerkinomaisessa jirjestelyssd taipuisalla pohjalevylld on kahdeksan elektrodia
622 sormenjilkitunnistinta varten. Optinen pulssioksimetritunnistin on muodostettu
infrapuna-LEDilld 695 ja valodiodilla 696. LEDin tuottama pulssitettu infrapunava-
lo mitataan valodiodilla sen jdlkeen, kun sidde on tunkeutunut sormen 601 ldpi. Nidin
on mahdollista varmistaa, ettd sormi sisiltidd verta, jonka pitoisuus vaihtelee sydin-
pulssin mukaan. Jirjestelyssd on my0s ldampotilatunnistin, jota voidaan kiyttdd ym-
pariston ldmpdtilan tai sormen lampdtilan mittaamiseen. Jarjestely voi sisiltdd myos
valotunnistimen 698 ympdriston valoisuuden mittaamiseksi. Niitd tietoja voidaan
kdyttdd esimerkiksi laitteen ndyton kirkkauden sdidtimiseen. Jarjestely voi sisiltdd
myos kosteustunnistimen ympiriston kosteuden mittaamiseksi.

Sormenjilkitunnistimen sijasta tai sen lisdksi voi olla edullista jarjestdd yksi tai
useita ihokosketustunnistimia. Ihokosketustunnistimella voidaan esimerkiksi tarkis-
taa, pidetddnko laitetta kddessd tai koskettaako matkaviestin kéyttdjan korvaa (eli
kédytetadnko matkaviestintd puhelinkeskusteluun).

Kuvat 7a ja 7b esittdvat esimerkkid ithokosketuselektrodista. Kuva 7a esittds elekt-
rodeja ylhddltd kuvattuna, ja kuva 7b esittdd poikkileikkausta elektrodeista ja niiden
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kehidn muodostavan elektrodin 712 vilinen impedanssi. Elektrodi 711 toimii suoja-
renkaana. Suojaelektrodi muodostaa myds suojalevyn 713 aktiivisten elektrodien
710 ja 712 alapuolelle. Elektrodit voidaan valaa muoviin 714, jolloin ne muodosta-
vat esimerkiksi erillisen komponentin tai ne integroidaan laitteen kuoreen.

Kuva 7¢ esittdd vastinpiirid ihokosketusmittaukselle kuvien 7a ja 7b mukaisella
esimerkinomaisella kosketuselektrodilla. Varsinainen ihon impedanssi R_sk_1 mi-
tataan johtamalla vaihtovirtaa I_ac_in keskus- ja ulkoelektrodeihin. Kosketuska-
pasitanssit C_contact_1 ja C_contact_2 ovat sarjassa ihon impedanssin kanssa.
Kohdassa n3 mitattavaan jénnitteeseen vaikuttaa myos elektrodien R_s resistanssi,
samoin kuin pohjalevyn induktiivinen komponentti L_p, resistiivinen komponentti
R_p ja kapasitiivinen komponentti C_p.

Kuva 8 esittdd poikkileikkauksena keksinndn mukaista esimerkinomaista jérjeste-
lyd, jossa taipuisaa pohjalevyd kidyttimalld on sijoitettu induktiivinen ithokosketus-
tunnistin, optinen tunnistin ja muita tunnistimia. Thokosketus mitataan johtamalla
vaihtovirtaa johtaviin elektrodeihin 810 ja 812, jotka on valmistettu esimerkiksi joh-
tavasta polymeeristd. Elektrodit on kytketty tasomaisen kelan 816 piihin, ja tdmi
kela vastaanottaa induktiivista energiaa toisesta kelasta 815. Kela 815 sijaitsee tai-
puisalla pohjalevylld 863, joka voi olla lyhyen etdisyyden pdissd laitteen kuoresta
814. Muut tunnistimet on asennettu taipuisalla pohjalevylld olevaan tunnistinkote-
loon 892. Pohjalevyssé ja laitteen kuoressa on ldpivientiaukko 892 tunnistushitin-
nén tarjoamiseksi tunnistimien ja laitteen ympariston vilille. Taipuisa pohjalevy on
lisaksi liitetty ASIC-piiriin 880, joka tarjoaa mittauselektroniikan ja piirit mittaus-
tietojen kasittelemiseksi. Taipuisa pohjalevy tarjoaa johdotuksen tunnistimien ja
ASIC-piirin vilille. ASIC-piiri ja pohjalevy on lisidksi kytketty 878 laitteen piirile-
vyyn (PWB) 899.

Kuvat 9a ja 9b esittdvit ihokosketuksen induktiivisen mittauksen kahta perusperiaa-
tetta. Kuvassa 9a piirilld on kiintedt kapasitanssit ja siten my0s kiinted resonanssi-
taajuus. Thokosketuksella on siten piille/pois kytkevd vaikutus resonanssipiiriin.
Kuvassa 9b piirilla on vaihtuvat kondensaattorit ja pieni Q-arvo, joten resonanssi-
taajuutta voidaan muuttaa ihokosketuksen vaikutuksen mukaan. Tdmé piiri antaa
tarkemmat tiedot ithokosketuksen vaikutuksesta, mutta toisaalta se on monimutkai-
sempi ja kuluttaa enemmin energiaa. Kuvat 9a ja 9b esittidvit piirejd, joissa tunnis-
tinpuoli on passiivinen LC-resonaattori. On kuitenkin mahdollista kdyttdd myos ak-
tiivista mittauspiirid, kuten kuvassa 11b on esitetty.
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Kuva 10 esittdd induktiivisen tunnistimen kytkentéjarjestelyd, jossa on piirit useiden
tunnistimien mittaamiseksi kidyttimalld erilaisia mittaustaajuuksia. Téssd jdrjeste-
lyssd on kolme tunnistinpiirig, joista kukin muodostaa resonanssipiirin Cb1-Lb1-S1,
Cb2-Lb2-S2 ja Cb3-Lb3-S3. Primidristd resonanssipiirid La-Ca voidaan saditdd eri
taajuuksille sdatamalld kapasitanssia Ca. Taajuuspyyhkdisylogiikka F1 ohjaa sekid
resonanssitaajuutta ettd sen itsevardhtelevin jarjestelmin taajuutta, jossa on vahvis-
tin G1 ja ohjauslohko CN1. Taajuus pyyhkiistidn taajuusalueella, joka kattaa jokai-
sen tunnistimen resonanssitaajuudet. Korrelaattorilla voidaan sitten médrittad, mitké
tunnistimet resonoivat omilla resonanssitaajuuksillaan, tai madrittdd tarkka reso-
nanssitaajuus jokaiselle tunnistinpiirille.

Kuva 11a esittdd vastinpiirid ihokosketusmittaukselle passiivisella, induktiivisella
jarjestelylld. Varsinainen ihon impedanssi R_sk mitataan johtamalla vaihtovirtaa
ensivkelaan L._15, C_15 ja mittaamalla impedanssi Z. Koska energiaa siirtyy kelo-
jen vililld, mittausvirta indusoituu toisiokelaan L_16, C_16. Toisioimpedanssiin
vaikuttaa varsinainen ihon resistanssi R_sk ja kosketuskapasitanssit C_contact_1 ja
C_contact_2, jotka esiintyvit iho-elektrodikosketuksessa. Thon resistanssin R_sk ar-
vo on tyypillisesti yksi kilo-ohmi. Kun iho tulee kosketukseen elektrodien kanssa,
vaikutus on sama kuin jos kytkettdisiin kytkimelld S impedanssi Z_eq rinnakkain
toisiokelan kanssa. Z_eq:n arvon midrittavét ihon resistanssi ja kosketuskapasitans-
sit, ja sen arvo on tyypillisesti esimerkiksi 200 kilo-ohmia. Toisioimpedanssin muu-
tos voidaan sitten havaita mittaamalla ensidimpedanssi Z.

Kuva 11b esittdd vastinpiirid ihokosketusmittaukselle aktiivisella, induktiivisella
jarjestelylld. Tassd jirjestelyssd on aktiivinen mittauspiiri 1145, joka saa kiyttovoi-
mansa induktiivisella kytkennalld 14htopiiristd. Piiri 1145 mittaa pisteiden 1110 ja
1112 vilisen impedanssin ja siirtdd mittausarvot moduloimalla induktiivista kytken-
tdd. Modulointi voi muuttaa ilmaisinpuolelta mitattua impedanssia, tai modulointi
voi muuttaa lahtopiirin vérdhtelytaajuutta. Taajuuden vaihtelemiseksi piirit C-L_15
ja L_16 - C_16 on suunniteltu viridhteleméin levedlld taajuuskaistalla. On myos
mahdollista kiyttdd yhtd piirid 1145 useiden tunnistimien mittaamiseen. Mittausar-
vot kultakin tunnistimelta voidaan siirtdd ilmaisimelle perdkkdin moduloinnilla.

Edellisissd kuvissa induktiivisen kytkennin ajatusta on selitetty ihokosketusmitta-
ukseen sovellettuna. Induktiivisen mittauksen keksinnollistd ajatusta ei ole kuiten-
kaan millddn tavalla rajattu ihokosketusmittauksiin, vaan induktiivista jarjestelyi
voidaan kiyttdd energian syottamiseen minki tahansa tyyppisiin tunnistimiin ja tun-
nistimen annon mittaamiseen. Induktiivisen mittauksen keksinnollistd ajatusta ei ole
my0Oskiin rajattu kédytettaviksi ainoastaan pohjalevyn sisaltdvin keksinnollisen tun-
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nistinjirjestelyn kanssa. Induktiivisen kytkennén ansiosta on mahdollista muodostaa
tdysin suljettu kuorirakenne, jossa ei ole mitdédn tunnistinjohdotusta kuoressa olevi-
en tunnistimien ja sisemmin elektroniikan vililla.

Seuraavassa esitetdidn joitakin ratkaisuja suojauksen jdrjestdmiseksi elektrodeille
keksinnon mukaisessa jirjestelyssd. Nidmi esimerkit liittyvdt sormenjilkitunnisti-
miin, mutta ratkaisuja voidaan kéyttdd myos esimerkiksi thokosketusmittauksissa.

Kuva 12 esittdd piiltd kuvattuna ja poikkileikkauksena esimerkinomaisia tunnis-
tuselektrodeja 1222 ja suojauselektrodeja 1228 pohjalevyllda 1263. Suojauselektrodit
1228 on sijoitettu tunnistuselektrodien 1222 alle siten, ettd elektrodien vélissd on
eristyskerros 1229. Tissi toteutusmuodossa suojauselektrodeilla on suurempi pinta-
ala. Puskurivahvistin 1285 pitdid suojauselektrodit samassa potentiaalissa kuin tun-
nistinelektrodit, ja siten viereiset materiaalit tai hdiriot kuormittavat tunnistinelekt-
rodeja vihemmn.

Kuvat 13a ja 13b esittidvit keksinnon mukaisen elektrodijirjestelyn ensimmaisté to-
teutusmuotoa poikkileikkauksena ja padltd katsottuna. T4ssd toteutusmuodossa tun-
nistuselektrodi s viedddn johtavaan kerrokseen, joka on kahden suojauskerroksen g
vilissd. Ndin on mahdollista saada aikaan tehokas suojaus tunnistuselektrodille.

Kuvat 14a ja 14b esittivit keksinnon mukaisen elektrodijirjestelyn toista toteutus-
muotoa poikkileikkauksena ja pdiltd katsottuna. Tdssd toteutusmuodossa tunnis-
tinelektrodi s viedddn johtavaan kerrokseen, joka on suojauskerroksen g ja maadoi-

kerrokseen.

Kuvat 15a ja 15b esittdvit keksinnon mukaisen elektrodijirjestelyn kolmatta toteu-
tusmuotoa poikkileikkauksena ja pailtd katsottuna. Tdssd toteutusmuodossa tunnis-
tinelektrodi s viedddn johtavaan kerrokseen, joka on kahden maadoitetun EMC-
kerroksen vilissd. Suojauksella ei ole omaa kerrostaan, vaan se viedddn samoihin
kerroksiin kuin tunnistin- ja syo6ttoelektrodit. Taméd on mahdollista, kun suojaus-
elektrodin ja tunnistuselektrodin johdotukset ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan.

Kuvat 16a ja 16b esittivit keksinnon mukaisen elektrodijarjestelyn neljittd toteu-
tusmuotoa padltd katsottuna ja poikkileikkauksena. Tdssd toteutusmuodossa suo-

suorassa tunnistuselektrodin johdotusta vastaan. Tunnistuselektrodin johdotus vie-
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dadn kahden maadoitetun EMC-kerroksen viliin, ja ndin saadaan koaksiaalityyppi-
nen suojaus tunnistuselektrodin johdotukselle.

Tehokkaimman suojauksen aikaansaamiseksi tunnistuselektrodeilla pitéisi olla eril-
linen suojaus, jota sddtdd erikseen suojausvahvistin. Koska tunnistuselektrodeja kui-
tenkin luetaan usein aikajakoisesti, voisi olla edullista kdyttdd yhtd suojausvahvis-
tinta ja kytked se aina sen tunnistuselektrodin suojauselektrodiin, jota silld hetkelld
luetaan. Toinen mahdollisuus on kiyttédi siirtyvad pikselisuojausta.

Jos suojauselektrodi on yhteinen kaikille tunnistuselektrodeille, suojauselektrodi
voidaan kytked esimerkiksi maahan (passiivinen suojaus) tai tunnistuselektrodien
keskiarvopotentiaaliin. Vield yksi mahdollisuus vihentda héirioitd on kytked syotto-
elektrodi kiyttdjan kiteen esimerkiksi laitteen kuoren kautta.

Kuva 17 esittdd esimerkinomaista prosessia keksinnon mukaisen jérjestelyn valmis-
tamiseksi kdayttdmill4 taipuisaa pohjalevyi. Kuvat esittavit poikkileikkausta valmis-
tettavasta yksikostd sen jilkeen, kun kyseinen valmistusvaihe on suoritettu. Ensin
valmistetaan padllyskerros vaiheessa 11 kdyttdmalld polyimidipohjalevyjd. Johdo-
tuskuviot tehdddn kuparista. Vaiheessa 12 lisdtddn liima-aine ja sirut hitetddn paal-
lyskerrokseen. Vaiheessa 13 valetaan muovinen pohjalevy sirujen ympirille. Vai-
heessa 14 porataan lapivientiaukot ja metallisointi sputteroidaan sdhkokytkentjen
muodostamiseksi. Lopuksi vaiheessa 15 tapahtuu passivointi ja juotospallojen si-
joittaminen ulkoisen liitdnnén jirjestdmiseksi.

Keksintdd on kuvattu edelld viitaten mainittuihin toteutusmuotoihin, ja useita kek-
sinnon teollisia etuja on osoitettu. On selvid, ettei keksintd ole rajattu vain mainit-
tuihin toteutusmuotoihin, vaan se késittda kaikki mahdolliset toteutusmuodot kek-
sinndllisen idean ja seuraavien patenttivaatimusten hengessd ja suojapiirissd. Esi-
merkiksi tunnistinjdrjestelyn keksinnollistd ajatusta ei ole rajattu kdytettdviksi mat-
kaviestimissd, vaan sitd voidaan kdyttdd myods monissa muissa komponenteissa ja
muihin tarkoituksiin. Keksint6d ei ole myoOskdidn rajattu mainittujen materiaalien
kayttoon. Induktiivisen mittauksen keksinnollistd ajatusta voidaan myos pitédd itse-
ndisend keksintond, joka siséltdd sellaiset toteutukset, joissa el ole tunnistinjirjeste-
lyd tdimén keksinnollisen pohjalevyn kidyton kanssa.
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Patenttivaatimukset

1.  Tunnistinjérjestely, jossa on ainakin yksi tunnistin (322, 622, 696), ainakin yk-
si integroitu signaalinkisittelypiiri (380, 680) ainakin yhdest# tunnistimesta tulevien
signaalien mittaamiseksi, ja yhdistdvi johdotus (323, 324) ainakin yhden tunnisti-
men ja integroidun piirin vililld, tunnettu siitd, ettd jarjestely kisittdd pohjalevyn,
joka muodostaa ainakin osan mainitusta yhdistdvistd johdotuksesta, ja mainittu
pohjalevy on lisdksi jérjestetty toimimaan ainakin yhden mainitun tunnistimen toi-
minnallisena osana.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen jirjestely, tunnettu siitd, ettd mainittu integ-
roitu piiri on kiinnitetty mainittuun pohjalevyyn.

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen jirjestely, tunnettu siitd, ettd mainittu pohja-
levy on valmistettu taipuisasta kalvosta, joka késittad mainitun johdotuksen ainakin
yhden tunnistimen ja integroidun piirin vilissi.

4.  Patenttivaatimuksen 1 mukainen jérjestely, tunnettu siitd, ettd taipuisassa kal-
vossa on ainakin yhden mainitun tunnistimen elektrodi (322, 422).

5.  Patenttivaatimuksen 1 mukainen jirjestely, tunnettu siitd, ettd taipuisa pohja-
levy kisittiad johdotuksen (363, 463, 878) ulkoista yhteyttd varten.

6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen jérjestely, tunnettu siité, ettd mainitut yhdis-
tavit johdot ovat metallisointeja polymeerikerroksissa.

7.  Patenttivaatimuksen 4 mukainen jérjestely, tunnettu siitd, ettd siini on suoja-
rengas (827, 828) ainakin yhden tunnistinelektrodin laheisyydessi.

8.  Patenttivaatimuksen 7 mukainen jirjestely, tunnettu siité, ettd mainitun suoja-
renkaan johdotus on kohtisuorassa mainitun tunnistinelektrodin johdotusta vastaan.

9. Patenttivaatimuksen 6 tai 7 mukainen jdrjestely, tunnettu siitd, ettd tunnisti-
messa on useita tunnistinelektrodeja ja suojarengas kullekin tunnistinelektrodille, ja
suojarenkaita saddetidn erikseen kunkin tunnistinelektrodin potentiaalin mukaan.

10. Patenttivaatimuksen 6 tai 7 mukainen jirjestely, tunnettu siitd, ettd tunnisti-
messa on useita tunnistinelektrodeja, jotka mitataan peridkkéin, ja useita suojaren-
kaita, jolloin tunnistimen suojarengas sdddetdédn aikajakoisesti tunnistimen potenti-
aaliin tunnistimen mittauksen ajaksi.
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11. Patenttivaatimuksen 6 tai 7 mukainen jirjestely, tunnettu siitd, ettd tunnisti-
messa on useita tunnistinelektrodeja ja suojarenkaita, ja kaikki suojarenkaat sdidde-
tddn tunnistinelektrodien keskiarvopotentiaaliin.

12. Patenttivaatimuksen 1 mukainen jirjestely, tunnettu siitd, ettd mainitun pohja-
levyn pinnalla on kaareva muoto ainakin kahdessa suunnassa.

13. Patenttivaatimuksen 12 mukainen jérjestely, tunnettu siitd, ettd mainittu muo-
to muistuttaa sormen muotoa.

14. Patenttivaatimuksen 1 mukainen jirjestely, tunnettu siitd, ettd siind on sor-
menjalkitunnistin, jossa on ainakin yksi syottoelektrodi ja rivi tunnistuselektrodeja.

15. Patenttivaatimuksen 14 mukainen jirjestely, tunnettu siitd, ettd mainittu mit-
tauspiiri on sovitettu mittaamaan perdkkiisid signaaleja liikutettaessa sormea koh-
tisuorassa suunnassa suhteessa mainittuun tunnistuselektrodien riviin kaksiulottei-
sen matriisin esittdmiseksi sormen kapasitiivisista mittaustuloksista.

16. Patenttivaatimuksen 1 mukainen jérjestely, tunnettu siitd, ettéd jirjestelysséd on
lisdksi infrapunavaloldhde, infrapunavaloilmaisin ja toiset mittausvilineet infra-
punavalon absorption mittaamiseksi sormesta.

17. Patenttivaatimuksen 16 mukainen jérjestely, tunnettu siitd, ettd mainittu inf-
rapunavaloldhde ja mainittu infrapunavaloilmaisin sijaitsevat sormelle suunnitellun
uran vastakkaisilla puolilla.

18. Patenttivaatimuksen 1 mukainen jérjestely, tunnettu siitd, ettd mainitussa jér-
jestelyssd on lisdksi lampotilatunnistin ympariston lampdotilan mittaamiseksi.

19. Patenttivaatimuksen 1 mukainen jérjestely, tunnettu siitd, ettd mainitussa jar-
jestelyssé on liséksi kosteustunnistin ympariston kosteuden mittaamiseksi.

20. Patenttivaatimuksen 1 mukainen jédrjestely, tunnettu siitd, ettd mainitussa jir-
jestelyssd on my0s painetunnistin.

21. Patenttivaatimuksen 1 mukainen jérjestely, tunnettu siitd, ettd mainitussa jar-
jestelyssd on myos ihokosketuksen tunnistin.

22. Patenttivaatimuksen 1 mukainen jérjestely, tunnettu siitd, ettd mainitussa jar-
jestelyssd on my0s pohjalevyyn kiinnitetty tunnistin.
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23. Patenttivaatimuksen 1 mukainen jirjestely, tunnettu siitd, ettd mainitussa jar-
jestelysséd on biometrinen tunnistin.

24. Patenttivaatimuksen 1 mukainen jirjestely, tunnettu siitd, ettd mainitussa poh-
jalevyssd on vilineet tunnistimen muodostamiseksi yhdessi tunnistinosan kanssa,
Jjolloin mainittu pohjalevy ja mainittu tunnistinosa on galvaanisesti erotettu, ja mai-
nitussa pohjalevyssi ja mainitussa tunnistinosassa on vilineet energian ja mittaus-
tietojen siirtamiseksi induktiivisesti mainitun pohjalevyn ja mainitun tunnistinosan
vililld.

25. Patenttivaatimuksen 24 mukainen jirjestely, tunnettu siiti, etti mainittu tun-
nistinosa on passiivinen piiri.

26. Patenttivaatimuksen 24 mukainen jdrjestely, tunnettu siitd, ettd mainitussa
tunnistinosassa on aktiivinen piiri, joka siséltdd vilineet tunnistintietojen mittaami-
seksi ja vilineet mittaustietojen siirtamiseksi induktiivisesti mainittuun pohjale-

vyyn.

27. Patenttivaatimuksen 24 mukainen jirjestely, tunnettu siitd, ettd mainittu tun-
nistin on thokosketuksen tunnistin.

28. Matkaviestin, tunnettu siitd, ettd siind on minké tahansa edelld olevan vaati-
muksen mukainen tunnistinjarjestely.

29. Patenttivaatimuksen 28 mukainen matkaviestin, tunnettu siitd, ettd ainakin
osa tunnistinjarjestelystd on koteloitu, esimerkiksi valettu, matkaviestimen kuoreen.

30. Patenttivaatimuksen 28 mukainen matkaviestin, tunnettu siitd, ettd tunnistin-
jarjestelyssd on taipuisa kalvopohjalevy, ja taipuisa kalvopohjalevy on koteloitu
matkaviestimen kuoreen.
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Patentkrav

1.  Sensorarrangemang, vilket uppvisar atminstone en sensor (322, 622, 696), at-
minstone en integrerad signalprocesseringskrets (380, 680) for métning av signaler
som kommer frin dtminstone en sensor, och en forenande ledningsdragning (323,
324) mellan den dtminstone ena sensorn och den integrerade kretsen, kiinnetecknat
av att arrangemanget omfattar ett substrat som bildar dtminstone en del av nimnda
forenande ledningsdragning, och att nimnda substrat dessutom har anordnats att
fungera som en funktionell del av nimnda atminstone ena sensor.

2. Arrangemang enligt patentkrav 1, kiinnetecknat av att den ndmnda integre-
rade kretsen har fists vid ndmnda substrat.

3. Arrangemang enligt patentkrav 1, kinnetecknat av att nimnda substrat har
tillverkats av en flexibel film, vilken omfattar nimnda ledningsdragning mellan
ndmnda atminstone ena sensor och den integrerade kretsen.

4. Arrangemang enligt patentkrav 1, kinnetecknat av att den flexibla filmen
omfattar en elektrod (322, 422) fér nimnda atminstone ena sensor.

5. Arrangemang enligt patentkrav 1, kinnetecknat av att det flexibla substratet
omfattar en ledningsdragning (363, 463, 878) {or en yttre forbindelse.

6. Arrangemang enligt patentkrav 1, kinnetecknat av att nimnda forenande led-
ningar dr metalliseringar pa polymerskikt.

7.  Arrangemang enligt patentkrav 4, kidnnetecknat av att det uppvisar en
skyddsring (827, 828) i ndrheten av &tminstone en sensorelektrod.

8.  Arrangemang enligt patentkrav 7, kiinnetecknat av att ledningsdragningen for
namnda skyddsring star vinkelrdtt mot ledningsdragningen for nimnda sensorelekt-
rod.

9. Arrangemang enligt patentkrav 6 eller 7, kiinnetecknat av att sensorn upp-
visar flera sensorelektroder och en skyddsring for varje sensorelektrod, och att
skyddsringarna kontrolleras individuellt i enlighet med potentialen for varje sensor-
elektrod.

10. Arrangemang enligt patentkrav 6 eller 7, kiinnetecknat av att sensorn upp-
visar flera sensorelektroder, vilka méts sekventiellt, och flera skyddsringar, varvid
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sensorns skyddsring regleras tidsuppdelat till sensorns potential for den tid miét-
ningen utfors.

11.  Arrangemang enligt patentkrav 6 eller 7, kiinnetecknat av att sensorn upp-
visar flera sensorelektroder och skyddsringar, och att alla skyddsringar regleras till
5 sensorelektrodernas medelpotential.

12.  Arrangemang enligt patentkrav 1, kiinnetecknat av att ytan hos nimnda sub-
strat uppvisar en bagform i atminstone tva riktningar.

13. Arrangemang enligt patentkrav 12, kiinnetecknat av att nimnda form pa-
minner om formen hos ett finger.

10 14, Arrangemang enligt patentkrav 1, kiinnetecknat av att det uppvisar en finger-
avtryckssensor med atminstone en matningselektrod och en rad av sensorelektroder.

15. Arrangemang enligt patentkrav 14, kinnetecknat av att nimnda mitkrets har

anordnats att mita successiva signaler da fingret flyttas i vinkelrit riktning i forhal-

lande till nimnda rad av sensorelektroder for att astadkomma en tvdimensionell
15  matris av kapacitiva métresultat fran fingret.

16. Arrangemang enligt patentkrav 1, kiinnetecknat av att arrangemanget dess-
utom uppvisar en infraréd ljuskilla, en infrarod ljusdetektor och andra métorgan for
vl att mita absorptionen av infrarétt ljus frén fingret.

17. Arrangemang enligt patentkrav 16, kinnetecknat av att nimnda infrardda

20  luskilla och nimnda infraroda ljusdetektor befinner sig vid motsatta sidor av en
féra som 4r utformad for fingret.

18. Arrangemang enligt patentkrav 1, kinnetecknat av att ndimnda arrangemang
dessutom omfattar en temperatursensor for médtning av omgivningens temperatur.

19. Arrangemang enligt patentkrav 1, kiinnetecknat av att ndimnda arrangemang
25  dessutom omfattar en fuktsensor for métning av omgivningens fukthalt.

20. Arrangemang enligt patentkrav 1, kidinnetecknat av att nimnda arrangemang
dessutom omfattar en trycksensor.

21. Arrangemang enligt patentkrav 1, kinnetecknat av att nimnda arrangemang
dessutom omfattar en hudkontaktssensor.
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22. Arrangemang enligt patentkrav 1, kdinnetecknat av att nimnda arrangemang
dessutom omfattar en sensor som &r fist vid substratet.

23. Arrangemang enligt patentkrav 1, kéinnetecknat av att nimnda arrangemang
omfattar en biometrisk sensor.

24. Arrangemang enligt patentkrav 1, kiinnetecknat av att nimnda substrat upp-
visar organ for att forma en sensor tillsammans med en sensordel, varvid nimnda
substrat och nimnda sensordel har separerats galvaniskt, och varvid nimnda subst-
rat och nimnda sensordel omfattar organ {or 6verforing av energi och matinforma-
tion induktivt mellan ndimnda substrat och nimnda sensordel.

25. Arrangemang enligt patentkrav 24, kinnetecknat av att nimnda sensordel dr
en passiv krets.

26. Arrangemang enligt patentkrav 24, kidnnetecknat av att nimnda sensordel
uppvisar en aktiv krets som vidare omfattar organ for métning av sensorinformation
och organ for 6verforing av mitinformationen induktivt till namnda substrat.

27. Arrangemang enligt patentkrav 24, kiinnetecknat av att nimnda sensor dr en
hudkontaktssensor.

28. Mobiltelefon, kiinnetecknad av att den uppvisar ett sensorarrangemang enligt
vilket som helst av patentkraven ovan.

29. Mobiltelefon enligt patentkrav 28, kiinnetecknad av att atminstone en del av
sensorarrangemanget ir inkapslat, t.ex. ingjutet, i mobiltelefonens skal.

30. Mobiltelefon enligt patentkrav 28, kinnetecknad av att sensorarrangemanget
uppvisar ett flexibelt filmsubstrat och att det flexibla filmsubstratet &r inkapslat i
mobiltelefonens skal.
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